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(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Auseinanderziehen von Halbleiterchips nach dem Vereinzeln der
Halbleiterscheibe. Damit werden die von der Klebefolie abgeldsten Halbleiterchips auf groRere Absténde zueinander
gebracht, um sie mit einfachen Mitteln entnehmen zu kénnen. ErfindungsgemiB wird das dadurch gelost, daB eine
Schiene mit einem dehnbaren Band versehen ist, das an einer Seite starr und an der anderen Seite beweglich an
einem Spulenkarper befestigt ist, der von einem Waeiterschaltmechanismus getragen wird. Der Vorteil der
erfindungsgeméRen Anordnung besteht darin, daR Chips mit unterschiedlichen GréBenabmessungen unmittelbar
nacheinander die Anordnung ohne Umriistaufwand durchlaufen konnen und ohne Beschédigungsgefahr entnommen
werden konnen.
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Patentanspriiche:

1. Anordnung zum Auselnanderzishen von Halbleiterchips nach dem Vereinzeln der
Halbleiterscheibe, dadurch gekennze'chnet, daB sie aus einer Schiene (2) und einem drehbaren
Band (3) besteht, welches an einer Seite starr und an der anderen Seite beweglich an einem
Spulenkdrper (6) befestigt ist, der von einem Waeiterschaltmechanismus (8) getragen wird,

2. Anordnungzum Auseinanderziehen von Halbleiterchips nach dem Vereinzeln der Halbleiterscheibe
nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB Schiene (2) mit Spulenkdrper (5) und
Weiterschaltmechanismus (8) Uiber ein Scharnier (15) nach oben klappbar angeordnet ist.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Auseinanderziehen von Halbleiterchips nach dem Vereinzeln der Halbleiterscheibe.
Damitwerden die von der Klebefolie abgeldsten Halbleiterchips auf gréRere Absténde zusinander gebracht, um sie mit einfachen
Mitteln entnehmen 2u k8nnen.

Charakteristik des bokannten Standes der Technik

International hat sich als Vereinzelungsverfahren fir strukturierte Halbleiterscheiben das Mikrotrennsiigen durchgesetzt
(.ZersBgen von HL-Schelban* Prospekt ,Eimont“ag, Helmut Seler ag, Semiconductor international 7/8/1980).

Die Ursache hiarfilr besteht darin, dat damit eine nahezu 100%ige Ausbeute in dieser Arbeitsstufe erreicht wird. Als Grund ist
dasvéllige Durchtrennen der Scheibe ohne die Notwendigkeit des nachfolgenden Brechens zu nennen. Voraussetzung hierflrist
jedoch ein Triigermaterial, das die Scheibe vor, withrend und nach dem Vereinzelungsprozel exakt in ihrer Position halt
(Prospekt ,Automatischer Hochleistungs-Chip-Bonder”, Eimont ag, Halmut Seler ag, Semiconductor international 7/8/1980).
Fur den speziellen Fall der zerteilten Halbleiterscheiben werden die auf der Folie klebenden Elemente tiblicherweise durch teure
Automatische Chipbonder (ACB) abgenommen. Die an den ACBs hierfiir zum Einsatz gelangenden Anordnungen bestehen aus
einer runden Saugnadel oder eine pyramidenstumpfférmigen Sonotrode, unter der genau zentrisch eine spitzr " *adel
angeordnet ist. Die Chipabnahme gaschieht, indem die spitze Nadel angehoben wird, die Folie durchsticht und so das Chip von
der Folie 18st. Gleichzeitig wird das Chip unter Anlegung von Vakuum an das dariiber befindliche Saugwerkzeug tibergeban.
Nachteilig bei dieser L8sung ist die erforderliche hohe Prézision. Die AusstoRnadel muB genau im Mittelpunkt des Chips
angreifen, da es ansonsten verkantet und durch die Saugnadel oder Sonotrode Kanten- oder Strukturbeschédigungen auftreten
kénnen. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB die Spitze der .\usstoBnadel infolge der Berlihrung beispislsweise mit dem
harten Siliziummaterial auf die Dauer abgeflacht wird.

Dann besteht die Gefahr, daB die Folie nicht mehr sauber durchstochen wird und daB sogar Foliestlicke mit ausgestanzt werden,
die an der Chipriickseite verbleiban und ihrerseits die Chiphaftung auf dem Bauelementetréger beeintrachtigen kdnnen, Ferner
istvon Nachteil, daB die beschriebene Anordnung geréteméBig einen hohen technischen und 8konomischen Aufwand erfordert
und ihr Einsatz deshatb nur fiir hohe Produktionsstiickzahlen und hohe Chipausbeuten pro Scheibe 6konomisch vertretbar ist.
Nach DD-OS 200834 (H01L.21/68) ist eine Anordnung zum Abldsen der Elemente einer zerteilten Scheibe von einer flexiblen
aft- oder Klebefolie bekannt. Diese Anordnung besteht im wasentlichen aus einer Auflagefliche mit Saugbohrungen zum
Niederhalten der Haft- oder Klebefolie und einer scharfen Kante, der gegeniiber im Abstand entsprechend der Foliendicke ein
schwenkbarer Arm ebenfalls mit scharfer Kante angeordnet ist.

Zum Transport der Folie dienen zwei gegeneinander laufende Walzen.

Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, daB8 die nach dem Abstreifen lose auf dem schwenkbaren Arm liegenden Chips
lediglich mit einer runden Saugnadel oder einer pyramidenstumpffdrmigen Sonotrode entnommen werden kénnen, wobei
Kanten- und Strukturbeschédigungen der Chips nicht auszuschlieRen sind.

Nach US-PS 4285433 (B07 C5/34) ist weiterhin eine ganz &hnliche Anordnung zum Ablésen der Elemente einer zerteilten
Scheibe von einer flexiblen Haft- oder Klebefolie bekannt. Im Unterschied zu DD-OS 2008834 ist diese Anordnung anstelle des
schwenkbaren Armes mit scharfer Kante mit einer auswechselbaren Schiene mit rechtwinkliger Kante versehen. Diese Schiene
ist gegeniiber der Kante mit Schlitzen versehen, welche in ihrer Breite mit der Chipbreite der zerteilten Scheibe
korrespondieren.

In diese Schlitze konnen Saugnadeln eingefahren werden, welche die Chips an ihrer Riickseite fassen und entnehmen, Dadurch
wird eine Beschadigung der empfindlichen strukturierten Scheibenvorderseite beim Entnahmeproze® ausgeschlossen.
Nachteilig bei dieser Anordnung ist, daR fiir jede Chipbreite eine spazielle auswechselbare Schiene mit unterschiedlichen
Schlitzbreiten vorhanden sein muB. ’

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, die Entnahme der vereinzelten Halbleiterchips zu erleichtern.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, elne Anordnung zum Auselnanderziehen der Halbleiterchips nach dem Ablésen von der Klebefolie
anzugeben, die elne leichte Entnahme der gesiigten Chips erlaubt.

ErfindungsgemiB wird diese Aufgabe durch eine Anordnung,bestehend aus einer festen Zuftihrungsplatte mit scharfer Kante
einer klappbaren Schiene mit scharfer Kante sowie zwel Walzen dadurch geldst, daB die wegklappbare Schiene aufihrer
Oberseite abgestuft istund daB sich auf der unteren Stufe eln einseitig starr befestigtes streifenférmiges dehnbares Band
befindet, das in selner maximalen Dicke etwa der Stufenhéhe entsprichtund daB das dehnbare streifenformige Band gegeniiber
dem starr befestigten Ende auf einer Spule mit Waeiterschaltmechanismus befestigt ist,

Ausfithrungsbolsple!

Die erfindungsgeméBe Anordnung soll nachstehend an einem Ausfihrungsbeisplel anhand der Zeichnungen néher erléutert
warden. In der zugehérigen Zeichnung zeigen ‘

Fig.1: Vorderansicht der Anordnung im Schnitt ohne Waeiterschaltmechanismus und Spulenkdrper
Fig.2: Draufsicht der Anordnung in Bruchdarstellung.

Die Anordnung besitzt 2wei genau zusinander justierte, sich parallel gegeniiberstehende scharfe Kanten 4'; 5'; mit einem
Abstand zusinander, der das Hindurchgleiten einer Haft- oder Kiebefolie 9 ann#liernd splelfrel gewdhrleistet. Die erste Kante 4
befindet sich am Ende einer ferromagnetischen Zufihrungsplatte 1, deren Oberseite als Auflagefléche 4 fiir die Klebefolie 9 mit
den gesdigten Chips 10 dient.

Die zweite Kante 6' befindet sich an einer nach oben klappbaren Schiene 2. Schiene 2 ist auf threr Oberseite abgestuft und trigt
auf der unteren Stufe 13 ein einseitig starr befestigtes streifenférmiges dehnbares Band 3, welches in seiner maximalen Dicke
stwa der Stufenhdhe 12 entspricht. Gegeniiber dem starr befestigten Ende ist das dehnbare streifenférmige Band 3 auf einem
Spulenkdrper 5 mit Weiterschaltmechanismus 8 befestigt.

Die ferromagnetischo Zufiihrungsplatte 1 tréigt auf der flexiblen Haft- oder Klebefolie 9 einen Permanentmagneten 11
beispielswsise in Form eines Magnetgummistreifens.

Zu Beginn der Arbeit wird die durch Scharnier 15 bewaegliche Schiene 2 senkrecht nach oben geklappt und ein Ende der
Klebefolie 9 zwischen den belden Wellen 6 und 7 eingeklemmt, wobet die vorderen Kanten der Chips 10 ann#hernd parallel zur
ersten Kante 4' der Anordnung liegen miissen.

Nach Hinunterklappen der beweglichen Schiene 2 wird durch Drehen der Wellen 8 und 7 der Ablésevorgang eingeleitet. Dabei
warden die Chips 10 an der scharfen Kante 6' von der Klebefolie 8 abgestreift und zundchst auf die Schiene 2 sowie dann durch
die nachfolgenden Chips 10 auf das dehnbare Band 3 geschoben.

Befindet sich die erste Zeile der abgeldsten Chips 10 auf dem dehnbaren Band 3, so wird das Drehen der Wellen 8 und 7 zunéchst
unterbrochen. Jetzt wird das dehnbare Band 3 mittels des Weiterschaltmechanismus auf den Spulenkérper 5 gewickelt und
dadurch so weit gespreizt, da zwischen den Chips 10 der auf dem dehnbaren Band 3 liegenden Chipzeile ausreichende Liicken
fiir die bequeme Entnahme, der Chips 10, ohne Beschddigungsgefahr fiir die Chips 10, vorhanden sind.

Auf diese Art und Weise kénnen so viele Chipzeilen abgearbeitet werden, bis das dehnbare Band 3 einen héchstzuliissigen
Spannungszustand erreicht hat.

Dann wird der Weiterschaltmechanismus 8 einfach zuriickgestellt, und es kann von vorn begonnen werden.

Dia Belastung der Klebefolie 9 mit dem Permanentmagneten 11 gewdhrleistet ein faltenfreies Aufiiegen der Klebefolie 9 auf der
Zufiihrungsplatte 1 wéhrend der Arbeit.

Der Vorteil der erfindungsgeméBen Anordnung besteht darin, da@ Chips mit unterschiedlichen GréBenabmessungen
unmittelbar nacheinander die Anordnung ohne Umriistaufwand durchlaufen und beschadigungsfrei abgenommen werden
konnen.,
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